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® Aszamitogepek es minden egyeb elektronikai termek
aramkoreinek gyartasa kozben szamos tesztelo es
vizsgalo folyamat van beiktatva

® Ezekpl.
® Automatikus Optikai Vizsgalatok (AOI)
® Automatikus Rontgen Vizsgalat (AXI)
® Tlagyas teszteles (ICT)
® Flying Probe
® Funkcionalis teszt (FT)
® Peremfigyelés (JTAG)
® Kornyezeti Stressz Teszt (ESS)
HALT teszt



Automatikus Optikai Vizsgalat (AOl)

® Agyartas soran
legkorabban alkalmazott
vizsgalo berendezes

® Stencilnyomtato utan a
pasztavastagsag
ellendrzésére

® Alkatresz beulteto
berendezés utan

® Ujradmlesztéses kemence
utan




Automatikus Optikai Vizsgalat (AOI)

® Eldnyei
® KiszUrheto a nem megfelel6 forrasztopaszta a lemezen
® KiszUrhetd a hibasan beultetett alkatrész
® Kategorizalni tudja a paneleket és alkatreszeket hibas es jo kategoriakba
® Megidoben informaciot szolgaltat a hibarol igy csokken a selejtarany
® Magas szinten automatizalhato, tobb fazisba is beilleszthet6
® Hatranyai

® Az AOI géepek hatranya, hogy nem tudjak az optikailag nem lathaté
forrasztasi kotéseket vizsgalni

® llyenek pl. a BGA tokozasu alkatrészek, vagy a tobb rétegl aramkorok
belsé rétegeiben keletkezett hibak

® Neéha el6fordul, hogy a helyesen beUltetett alkatrészt hibasnak jelzi, ezek
az un. pszeudo-hibak



Automatikus Optikai Vizsgalat (AOI)

No stick

Bump defects Missing bonds

Underfill

Epoxy / paste Waffle packs Die defects Bonds on thickfilm



Automatikus Rontgen Vizsgalat (AXI)

Az integralt aramkorok megjelenésevel olyan hibak is
elokerUltek, amelyek az AOI berendezésekkel mar nem
tarhatok fel

llyenek a BGA tokozasu alkatreszek labkivezetéseinek
vizsgalata, a flip chip alkatrészek vizsgalata, tobbretegy
aramkorok belso retegeinek vizsgalata

Alkatreszhiany, alkatresz pozicio megvaltozasa
kivezeteések csatlakozasanak ellenorzese
forraszanyag eloszlasa

rovidzar ellendrzése, vezetdpalya szakadas

furatok ellenorzese



Automatikus Rontgen Vizsgalat (AXI)

» 2D kepalkotas —

radioszkopia

» céltargy rogzitve van és igy halad

at rajta a rontgensugar

* Elonye a gyors képalkotas, amely

lehetdve teszi a vizsgalt
folyamatok valos idoben torténd
megfigyelését.

* Hatranya viszont a kétdimenzios
kép, amely csak egy adott
szemsz0gbdl ad képet a
céltargyrol, igy a hibak
felismerhet6sége romlik.




Automatikus Rontgen Vizsgalat (AXI)
® 3D kepalkotas —Tomografia

® alkalmazasakor a céltargyat
atvilagitas kozben elforgatjuk.

® Aforgatas kozben tobb szaz
felvéetel készil, amelyeket
szamitogeéppel osszeillesztve
megalkothatjuk a targy
haromdimenzios képét.

® Azigy kapott kep sokkal
reszletesebb és a felbontasa is
nagyobb, mint a ketdimenzids
valtozate.

® Hatranya viszont, hogy valos
ideju megfigyelesre nem
alkalmas.
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TUagyas Teszteles — In Circuit Test (ICT)

® Az ICT tesztallomasok alapjat a berendezesben talalhato
relekartyak es a tesztelendo aramkorhoz elkeszitett
specifikus tUagy kepezi

® Az egeszrendszert egy vezerlo PC-n futo szoftver
iranyitja

® Ateszteles soran kepesek kilon letesztelni minden egyes
aramkori elemet

Nem az egesz aramkort helyezik fesziltseg ala, hanem
csak a tesztelt alkatrészt
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TUagyas Teszteles — In Circuit Test (ICT)

® Arendszer legfontosabb eleme a Fixture (Befogo) ami a
tesztelendd aramkor befogasara szolgal

® Ezbiztositja a kontaktust az aramkor tesztpontjai es a
rendszer kozott

® Abefogo mechanikai szilardsagat fem keret biztositja

® AtUagy epoxigyantaban van elhelyezve matrix alakban
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Uagyas Teszteles — In Circuit Test (ICT)
® AzICT elonyei

® AzICT leroviditi a sok bemenetU es sok belsd tarolo elemet
tartalmazo aramkorok teljes vizsgalatat, igy noveli a
termelékenységet.

® Nagyon gyors tesztelés, minden tesztelési pont egyidejl elérése.

® Ahiba egyszerlen és egyertelmUen kimutathato, akar egy
teszteles utan.
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TUagyas Teszteles — In Circuit Test (ICT)

® AzICT hatranyai

Az ICT-hez szikseges olyan tesztpontok létrehozasa, amelyek a
kesdbbiekben semmilyen feladatot nem latnak el.

A tGagy pontosan megfelel az alkatrészek elhelyezésének és a NYAK
rajznak, tehat minden gyartott paneltipushoz kulén tuagyat kell
kesziteni

Az SMT alkatrészek méretei egyre csokkennek és elhelyezkedési
sUrUseguk egyre ng, igy a tesztpontok elhelyezése egyre
nehézkesebb.

Az ICT csak készterméket tud vizsgalni, kizarolag hibadetektalasra
alkalmas, megel6zésre nem.

A dinamikus hiba nem észlelhetd, mivel nem funkcionalis tesztelés
tortenik.
Az elektromos kontaktusok minGsége nem ellendrizhetd.

A parhuzamosan kapcsolt alkatrészek csak akkor tesztelhetok egy
elemként, ha tipusuk megegyezik. A kilonb6z6 tipusu, de
parhuzamosan kapcsolt elemek tesztelése kilon lehetséges.



Flying Probe tesztelesi modszerek

® AFlying Probe teszteles a tGagyashoz hasonlo, azonban
itt mozgo szondakat alkalmaznak

® Egy robotkar mozgatja a szondakat és raszur a
meéropontokra

® Koltseghatekonyabb modszer, nincs szikseg tiagy
elkeszitesehez

A CAD adatok importalasa utan gyorsan elkeszitheto a
meroprogram



Flying Probe tesztelesi modszerek

® AzFP eldnyei

® Arendszer nagyon
rugalmas, tobb termek
tesztelésere alkalmas.

® Nincs szikseg befogora,
igy olcsobb eljaras.

® Az SMT aramkorok
kontaktusai egyenesen
elérhetdek.

A tesztprogramok gyorsan
valtoztathatoak, igy a
nyomtatott aramkor
megvaltozasa esetén,
alacsonyabbak
fejlesztési/karbantartasi
koltségek




Flying Probe tesztelesi modszerek

® At FP hatranyai
® Korlatozasok a digitalis teszteknéel.

® Nagyobb a tesztelési id6, mint a standard ICT berendezéseknél,
ezert kisebb a termelekenysege.




Funkcionalis teszteles

® Ez nem mas mint az aramkor szintU tesztelés, az aramkor
valos funkcioit tesztelik

®* Bemenetek gerjesztese, kimenetek figyelése

® Egy meghatarozott jelsorozattal merik le az 6sszes
bemenetet

® Ajelsorozat szimulalja a leendd valos jeleket a hasznalat
soran



Peremfigyeléses teszteles - Boundary
Scan (JTAQG)

® Aboundary scan olyan tesztelesi modszer, amely egy
aramkoron talalhato osszekotteteseknek, vagy egy integralt
aramkor al-blokkjainak vizsgalatat végzi

® Gyakran alkalmazzak hibakeresesi modszerkent, amely I1C-k
labkivezeteseinek allapotat figyeli, fesziltseg meresre vagy
egy IC-ben talalhato al-blokk analizalasara

® Az aramkorhoz a JTAG porton keresztil csatlakozva
meérhetink



Peremfigyeléses teszteles - Boundary
Scan (JTAG)

® Szamos korszerU elektronikai elembe (processzorokba, FPGA-
kba) mar a gyartas soran beintegralnak egy szabvanyos
aramkori megoldast, amely az elektronikai elem beultetese
utan lehetoseget nyujt az aramkor kilso kornyezetenek
vizsgalatara.

® Elonyei

® nincs szUkseg egyedileg kialakitott mechanikus, tUagyas
csatlakozasra

® Atesztelés mellett a peremfigyelés hasznalhato a panelen lévd
aramkori elemek programozasara is

® Kevesebb meérdfej szikseges

Lényegesen alacsonyabb koltseg



Peremfigyeléses teszteles - Boundary
Scan (JTAG)

® Azintegralt aramkornek azt a reszet, amely az eredeti
logikai funkciokat valositja meg, mag-logikanak
nevezzuk

® Az aramkori kivezetes (,1C-lab”) es a mag-logika koze
beiktatodnak a vizsgalat celjara szolgalo peremfigyelo-
cellak

® A PF-celldk Iéptetoregiszter jellegU felfGzésével
keletkezik a PF-regiszter



Peremfigyeléses teszteles - Boundary
Scan (JTAG)
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Each boundary-scan cell can:

0

OO 0O0

Test Data In (TDI)
Test Clock (TCK)
Test Mode Select (TMS)

Test Data Out (TDO)

Capture data on its parallel input PI
Update data onto its parallel output PO
Serially scan data from SO to its neighbor’s SI

Behave transparently: Pl passes to PO
Note: all digital logic is contained inside the
boundary-scan register



Kornyezeti Stressz Teszt (ESS)

A kész berendezeseket mukodes kdzben vizsgaljak

A kornyezeti tenyezoket valtoztatjak a teszt kozben
szelsoseges hatarok kozott

Foleg ipari celra tervezett eszkdzoknel alkalmazott
tesztmodszer

Alkalmazott valtozok
® Homeérséklet

® Vibracio

® Nyomas

® Rugalmassag



Highly Accelerated Life Test (HALT)

Hasonlo mint az ESS teszt

Szinten mukodes kozben vizsgaljak az aramkort, azonban
a be es kimenetek kozott is beavatkoznak

Altalaban direkt tullépik a normal mikodési
paramétereket, a maximalis tirés letesztelésére

Alacsony terhelesi szint alkalmazasa, majd folyamatos
terheles emelés az elsé meghibasodasig

Meghibasodast okozo alkalmazasi es kornyezeti hatasok
meghatarozasa

Aterheles es a teszt hatarertekeinek meghatarozasa es
alkalmazasa



